
 

证券代码：300480                                证券简称：光力科技 

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                       编号：20210910 

投资者关系活动

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

中信证券资产管理部；好奇投资；中国投融资担保；华安证券资产

管理总部；新余中道投资；国都创业投资；中联集团；上海涌津投

资；财信证券；河南农投发展；聚龙&淳阳投资；味辉投资；汇合银

行；山东财金创投；北京合创友量私募基金；灏浚投资；湖南轻盐

创业投资；云南国际信托；浙江初九投资；真科基金；上海韫然投

资；上海汐泰投资；建信信托；财通资管；长青基业基金；上海乘

安资产；健顺投资。 

时间 2021年 9月 9日—10日 

地点 公司 310会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事长兼总经理：赵彤宇；光力瑞弘总经理：胡延艳；董事、副总

经理：张健欣；董事：朱海峰；董事会秘书兼财务负责人：曹伟； ADT

总经理：张鹏；投资总监：田金钟；证券事务代表：关平丽 

投资者关系活动

主要内容介绍 

公司于2021年7月31日披露了《2021年半年度报告》，报告期内营业

收入2.01亿元，同比增长65.19%；归母净利润5864.82万元，同比增长

87.86%；营业收入构成中，半导体封装装备业务营业收入7945.61万元，

同比增长335.21%，收入占比从去年的12%上升至39.5%；今年公司进一

步收购了ADT公司的股权，目前公司持有ADT公司94.90%股权，ADT公司

从2021年5月纳入上市公司合并报表； 

郑州航空港区生产基地（一期）进展顺利，今年6月实现主体封顶，

预计10月底主体工程竣工，预计2022年一季度实现投产。 

公司自主研发生产的国产化半导体切割划片机8230等型号，在满足

头部封测企业多样化、个性化等能力方面显著提升，在手订单充裕，潜

在订单正在商务洽谈中。 

一、参观公司生产线和郑州航空港区产业基地 

到访人员参观公司半导体和物联网安全生产监控装备生产线和郑



 

州航空港区产业基地，了解公司产品与产业基地建设情况。 

二、互动交流 

1、公司半导体切割划片机的在手订单情况如何？  

答：公司郑州工厂生产的 8230型号和以色列海法工厂生产的 8030

型号已与多家客户签订销售合同，已进入国内、国外头部封测企业，目

前郑州工厂和以色列海法工厂在手订单充足，两地员工正在加班加点组

织生产供货，以满足全球客户需求。 

2、公司未来切割划片机产能计划如何规划？ 

答：公司郑州航空港区半导体高端装备产业基地第一期工程预计

2022 年一季度实现投产，公司对一期产能进行了优化调整，预计可实

现年产划片机 500台/套，二期工程正在规划设计，除继续扩产 8230、

6110 及以色列海法工厂的量产机型外，还将规划生产其他半导体设备

及核心零部件，计划今年年底左右启动建设。 

3、公司实施的一期、二期产能规划，未来直面竞争优势在哪？ 

答：公司一直坚持做好自己的事情，持续提升产品性能，批量化生

产可进一步降低成本，核心零部件及技术自主可控，公司会充分发挥中

国本土化生产优势，如成本、售后服务等优势。公司对标国际一流企业，

将持续丰富和完善半导体产品线。公司已是一家全球化企业，拥有全球

化的销售渠道，面向全球市场销售。 

4、公司切割划片机产能提升速度加快，如何保证充足的技术工

人？ 

答：公司为保证充足的技术工人做了以下方面的工作： 

① 传统业务赋能支持半导体封测装备新兴业务发展，传统业务拥

有一支富有创新能力、经验丰富、稳定高效的经营管理和技术团队，为

公司半导体封测装备新兴业务输送大量的研发、生产、工艺等优秀人才。 

② 公司先后派出多批次人员前往英国和以色列公司进行学习，这

些人员已成长起来，并已在推进国产化研发及生产过程中培养发展了大

量研发及技术工人，目前半导体已有 100 多人的团队。 

③ 公司不断扩展渠道，进一步引进人才，在各大高校招聘各类优



 

秀毕业生，同时聘请科研院所和高校的科技领军人才作为公司的技术顾

问。 

④ 公司通过“老带新”的方式，在实践中培养新的技术工人，为

后续产能提升做好充足的准备。公司开发了标准化工艺和自制工装，尽

量减少人员使用，保证产品品质。 

5、公司空气主轴产能是否能满足半导体切割划片机的需求？ 

答：空气主轴主要供应郑州工厂和以色列海法工厂。今年以来公司

半导体切割划片机对空气主轴需求大幅增加，公司及时调整空气主轴产

能分配，重点生产切割用主轴，今年空气主轴产能较去年已提升了一倍，

明年还将进一步提升，能够保障切割划片机生产需求。 

同时公司郑州基地已经掌握了空气主轴全套技术和工艺，空气主轴

国产化相关筹备工作已启动，正在推进之中。 

6、作为耗材的刀片销售情况？刀片的产能规划？刀片产能是否匹

配切割划片机设备产能？ 

答：切割划片机和刀片构成了集成电路切割的整体解决方案，刀片

作为切割耗材需求量巨大。今年上半年公司刀片销售较去年全年增长了

80%以上。  

刀片目前在以色列海法工厂生产，今年上半年海法公司已引入自动

化生产系统，进一步提升刀片产能，同时公司将根据市场情况规划建设

刀片国内生产线，以满足下游客户对切割划片机和刀片的需求。 

7、请问公司其他类半导体设备进展？ 

答：适用于第三代半导体和 Mini LED 切割的半自动单轴切割划片

机-6110 于 2021 年 3月亮相 SEMICON China，已完成内部多项验证、测

试工作，下一步将按计划到客户现场 DEMO（验证）。同时公司已启动激

光切割机等其他半导体设备的研发。 

8、公司如何解决半导体行业半导体高端人才问题？ 

答：光力是一家全球化公司，在中国、英国、以色列均设有研发中

心和工厂，在英国、以色列、美国、菲律宾、中国台湾等均设立子公司

及办事处；在国内郑州、上海、苏州、成都、南通等城市设有分支机构。



 

为了进一步拓展业务，引进并留住中高端人才，公司还考虑在不同区域

和城市进一步布局，同时实施股权激励等各类人才激励方案，广泛吸引

中高端人才、留住核心人才。同时，除了自我发展外，也会积极借助“外

力”，通过与国内外高校科研院所合作的方式，进一步提升公司研发能

力。 

9、半导体业务毛利率怎样，随着扩产毛利率会下降么？ 

答：2021 年上半年半导体设备的毛利率为 42%，未来毛利率将稳中

有升。 

首先，量大后，原材料采购和生产制造成本会降低； 

其次，核心零部件，例如各类传感器和控制器等公司自主研发生产，

可较大降低成本； 

再次，公司不断研发新产品满足客户需求的同时，持续进行技术迭

代，为客户创造更大的价值。 

10、请问从技术角度讲，激光切割优势在哪里？未来可预期市场

份额？ 

答：在划切较薄的晶圆（晶圆厚度小于 100微米）、部分 MEMS 时，

激光切割机有优势，但对于较厚的晶圆划切，激光切割则不占优势，同

一个切割道需要划切多次，势必影响效率。 

激光设备本身比较贵，而其核心零部件激光头的价格也很昂贵，单

个激光头的价值高达十万美元以上，其寿命通常在两年内，这样的话，

折算到切割每颗芯片的成本要比刀片切割的成本高得多。 

激光切割机已推出 20余年，约占整个划片机市场的 20%左右，在

未来较长时间内刀片切割机仍将占据绝对主导地位。 

11、激光切割机技术和刀片切割机主要区别是什么，公司目前研

发激光切割机的进展及预期？ 

答：激光和刀片切割异曲同工，其区别在于：前者使用的激光头划

切晶圆，后者则使用空气主轴固定刀片划切晶圆。某种程度讲，刀片切

割机的控制技术更复杂一些。激光切割机项目的重点是解决激光器及光

学聚焦系统。 



 

在公司收购 ADT 公司之前，ADT 公司已经研发制造了激光切割机，

并销售给台湾一家封测企业。只是由于产品成本过高，没有进一步推广。

收购 ADT 后，公司重新开启研究计划。 

目前郑州研发团队正和以色列团队一起研发新的激光切割机，传

感、控制及软件技术是公司的传统强项，公司拥有多年的开发和应用经

验，激光切割机团队可以共享原有的技术平台，加之以色列团队已有的

激光切割机技术储备和经验，我们正在按照既定的计划研发激光切割

机。 

12、请介绍一下传统业务情况及发展前景？ 

答：公司传统安全生产监控装备业务在长期发展中已经在行业内奠

定了竞争优势，保持着稳中有升的稳健势头，传统业务始终保持了较高

的毛利率，这也从另一个角度说明了我们传统业务的竞争优势。 

当下，国家发改委等八部委联合印发发《关于加快煤矿智能化发展

的指导意见》，以及碳达峰、碳中和国家战略的推出，将给传感器、物

联网、节能环保装备等带来更多的机遇，未来安全监控装备领域发展空

间巨大。公司深耕安全监控装备领域多年，储备了多项核心技术，在细

分领域具有较强的竞争力，公司将充分抓住和利用行业发展机会，深挖

市场需求，进一步推广相关产品和服务，发挥核心产品在市场上的竞争

力，加大新产品的研发和市场推广力度，推动业绩高质量、可持续的增

长。 

13、半导体行业存在一定的周期，如未来半导体行业低迷，是否

会影响公司半导体划片机业绩？ 

答：半导体行业具有一定的周期性，近几十年来半导体行业一

直呈现螺旋式上升发展的趋势。 

首先，随着 5G、大数据、人工智能、汽车电子等需求和技术不

断发展，市场需求不断扩大，行业景气度高。芯片作为信息化时代

的“粮食”，未来的需求会越来越大，为芯片制造提供服务的切割划

片机需求也会较大。 

其次，公司积极拓展高精密空气主轴应用领域，空气主轴可以



 

广泛应用于光学镜片加工、高速磨头、研磨机、高端数控机床等很

多行业。公司以空气主轴为核心零部件延展应用领域，这也进一步

提升了公司的抗风险能力。 

再次，公司将进一步提升刀片等耗材的产能和竞争力，持续增

强盈利能力和现金流。 

14、耗材（刀片）和半导体切割划片机的销售比例是多少？ 

答：刀片等耗材销售收入占总额比例在 30%左右，半导体切割

划片机收入占总额比例在 70%之间。 

15、郑州疫情及洪灾对公司经营是否造成影响？ 

郑州疫情及洪灾未对公司经营基本没有造成影响，目前公司各

板块业务生产经营正常。 

公司郑州办公和生产基地位于郑州西北部的高新区，郑州地势

西高东低，发生洪灾时公司及时启动应急预案，开展防汛工作，确

保人员和财产安全，同时公司生产车间地势较高，此次洪灾对公司

影响较小；近期郑州疫情突发，公司严格落实疫情防控政策，采取

多种方式开展疫情防控工作，全力保障员工生命安全和身体健康，

没有员工感染新冠病毒，公司生产经营一切正常。 

16、公司定增事项什么时间可以落地？ 

 答：公司向特定对象发行股票事项 2021 年 1 月 25 日收到证监会

批复，投资者认购意向强烈，目前各项工作都在积极推进中，公司将在

近期择机启动发行。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2021年 9 月 10日 

 


